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摘 要

本文內容主要討論在PCB板上和矽基板上金屬連接線的耦合效應。我們將從quasi-TEM模態出發，推導出多導體傳輸線方

程式(Muticonductor Transmission Line)再加上邊界條件，即可得頻域下的電壓及電流響應，再經由文獻上所取得的單位長參

數R、L、G、C，放入程式中進行模擬。接著我們會討論MTL的準確度以及改變連接線結構參數，來觀察整個結構的耦合

效應，這些結果可作為工程師電路設計前的串音效應的參考。

關鍵詞 : CMOS IC、quasi-TEM、MTL
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